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Prufungsantrag gem. S 44 PatG 1st gestellt 
% Chipkarte mit integrierter Batterie 
(g) Es wird ein Verfahren zur Herateltung einer Chipkarte 

mit integrierter Batterie vorgeschlagen, wobei anstelle 

der Integration einer vorgefertigten Batterie die Fertigung 

der Batterie in den HerstellungsprozeS der Chipkarte inte- 

griert wird. Dazu wird eine Lerterbahnstruktur (8) auf eine 

Tragerschicht (6) aufgebracht. In etnem Teiibereich (8b) 

der Leiterbahnstruktur (8), die ale Elektrode fur die Batte- 
rie (3) dient, wird ein Elektroiyt (11) In Form einer Elektro- 

lytpaste aufgedruckt Oder uber eine Maske aufgetragen 

Oder in Form einer Elektrolytfolie aufgeklebt DarOber 

wird eine DeckfoUe (S) mit einer Gegenletterbahnstruktur 

(9) so auflaminlert, da& ein Teiibereich (9b) der Gegenlei- 

terbahnstruktur (9) die Gegenelektrode fur die Batterie (3) 

bildet. 

Diese Konstruktion ist besonders vorteilhaft fur Chipkar- 
» ten mrt Dtsplaye (2), da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 
p (3) in einem Arbeitegang mit den Elektroden (8c, 9c) des 
I Displays (2) gefiertigt werden konnen. 
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Bescfareibung Voctal daraus, daB diese obnehin bereits Hektroden fUr das 

Display aufweisen, wobd diese Etektrodeo Qblicberweise 

Die Erfindung beirifft ein Verfahrcn zur HcrstcUung cincr eincn integralen Bestandleil der Leiterbabnen bilden. lodem 
Chipkarte mit integrierter Batterie nach der GaUung des diese Ldteibahnainuiimefarzus3tzUchTeilbeieicbeaufwei^ 
Haupianspruchs sowie cine entsprecbcnde Chipkarte oach 5 sen, die ab gcgcnpoiige Elekttoden ffir den Elekuolyten die- 
der Gaming des nebengeotdneten Anspnichs 8. nen, kann die Batteiiefertigung ohne wesentlicheo Aufwand 

Dblicberweise werden die elektrischeo Bautdle einer in eine Dispiaycfaipkartenfertigung integriett weiden. Als 
Chipkarte von aufien mit Strom versorgt, beisptelsweise zusStzlicher Schrin ist nur das Aufbringen des Bektxolyten 
wShrend die Chipkarte im Terminal eines Bankautomaten erfndeilich. Dafttr entfallen das Einsetzen einer besondenn 
eingefUhrt ist Neuere Anwendungen sehen voi; Dalen aus to Batterie und das elektrische Anschliefien der Ldteriiahnen 
der Karte unabh^gig von einem solchen Ibrminal auslesen an die BatterieanschluBflScbea 

und anzuzeigen und erfordem dazu die Integration einer Nacfafolgend wild die Erfindung unter Bezugnahme auf 
Stromquelle unmittelbar in die Karte. Ein typiscfaer Anwen- die Zeichnung naber crlSutert £s zeigen: 
dungsfall Merftlr ist die sogenannte Gekikazte mit Display Fig. 1 eine Chipkarte schemaiisch in Draufsicbt und 
zur Anzeige des auf der Karte noch verfOgbaren Geldbe- 15 Fig. 2 eine Chipkarte schematisch im Querschnitt 
trags. In Fig. 1 ist eine Chipkarte 10 mit in die Chipkarte inte- 

Chipkarten sind durch eine ISO-Nonn in ihxen Dimensio- gxiertem Chip 1 dargestellt Beispielhaft wizd dabei von ei- 
nen, insbesondere auch der maximalen Dicke, genonnt Ein ner kontaktlosen Chipkarte ausgegangen, weshalb der im 
generellcs Problem bcsteht deshalb darin, leisningsfahige Inneren der Oiipkartc 10 angewdnete Chip 1 strichliert an- 
Batterien berzustellen, die dtinn genug sind, um in Chipkar- 20 gedeutet ist Die Erfindung ist aber gleicbennafien ftlr kon- 
ten integriert werden zu kdnnen. Aus der ^^irtschaftswoche taktierende Kaxten oder Dual-Inierface-Karten, bei denea 
21, Januar 1999, Wolfgang Kempken, "DQnn wie Papier^, die Datenttbertiagung mittels an der KartenoberflMche lie- 
ist eine Batterie bekannt, bei der die Hektioden aus hauch- gender Kontaktfl^en erfolgt, anwendbai: Die in Fig. 1 dar> 
diinnen Folien aus Manganoxid und Lithium bestehen, zwi- gestellte kontakdose Karte besitzt fUr den Datentransfer mit 
scheo denen als Elektrolyt eine dOnne Spezialkunststoff- 2S extemen Gerfiten dne Anfiennenspule 4, die mit dem Chq> 1 
schicht angeordnet ist Die Elektroden weisen Ubliche An- Qber eine mcbt datgesteUte elektrische Vbibindung elek* 
schlufifiSchen zur Verbindung der Batterie mit den Leiter- trisch leitend veibunden ist IMe Antennenspule 4 befindet 
bahnen der Chipkarte auf. sich, wie durch stricblierte DarsteUung angedeutet, ebenf alls 

Von der Firma E C. R.-Electro-Chemical Research, Ltd. im Inneren der Chipkarte 10. Weiteifain besitzt die Karte 10 
76117 Rehovot, NL, wird weiter eine ultradOnne, schicht- 30 ein IXsplay 2, das die Anzeige von Daten aus dem Chip 1 er- 
weise aufgebaute Batterie fUr Chipkarten angeboten, die als laiibt Das Di^lay 2 kann gleichzeitig als Tastatur fung^ie- 
RHISS-Battehe bekannt ist (RHISS a rechugeable bydro> reo. Einen wdteren Bestandteil der Chipkarte 10 bildet eine 
gen ion solid state electrolyte). Die RHISS-Batteiie ist zwi- Batterie 3, die, wie durch stiichliote DarsteUung angedeu- 
scbea 035 und 0,70 mm dOnn, wird in einem Battetiepack tet, d)enf alls in das Innere der Chipkarte 10 integriert ist 
isoliert und in die Chipkarte eingesetzt um dort mit den La- 3S Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 daigestellte Chipkarte 10 sche* 
terbahnen der Chipkarte tiber ^A^Bond-Drflite veilnmden matiscb im Quersdmitt Die DarsteUung dient dabei ledig- 
zu weiden. lidi zur VeranscfaauUchung der die Chipkarte bildenden Be- 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es. das Konzept sTandfeile und repriisentiett nicbt die >feifaSltnisse in einer 
der Batterieintegralion in Chifrfcarten binacbtUcb Fertigung realen Chipkarte mit Noimdicke. Die Karte 10 besteht aus 
uod Leisnmgsfiihigkeit weiter zuverbessent 40 eitter'Mgerschicht6,einerKartenk6rpeischicht7undein» 

Diese Aufgabe wird gelfist dutch ein ^fetfahren mit den Deckscbicht 5. Zwiscben THgerscfaicht 6 und Deckscbicht 5 
Merkmalen des Hauptan^midis sowie durch eine Chip- sind die elekaonischen Bauelemente angeordnet, nSroUcfa 
kaite, wie sie im nebengeordneten Produktanspruch 8 ange- der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 
gebenistDieL5sungzeidmet8icbdadurcbaus,daBaufdie nicht dacgestellte, Spule 4. 

Elektroden, die einerseits rait dem Qektrolyt und andmr- 45 IMe Cbtpkatte 10 wird scfarittweise auf d^ IVSgersducfat 
seits mit den Leiterbabnen der Chipkarte in \^rbindung 6aufgebaut.Zun9cbstwirdeineLeiterbahttstniktur8aufdie 
sind, verzichtet wild. Standessen werden die Leiterbabnen 'Mgorscbicht 6 aufgebracbt, beispielsweise dutch Aufdruk- 
so ausgebildet daB sie selbst die gegenpoUgen Elektroden ken oder im Atzverfisbren. Die Leiteibabnstruktur 8 gUedert 
fOr den Elektrolyteo bilden. Dazu wird der Etektrolyt als Pa- sich in mehreie Bereiche 8a. 8b, 8c. Ein etster Bercicb 8a 
ste Oder als FoUe auf denjenigen TIril der Lc^iobabn aufge* so dient dabei zur Aiibindung des Chips 1 an die Leitetbabn- 
bracbt, der die dgentUche Eleklrode ersetzt, und iibor dem struktur 8. Ein zwdter Bereich 8b bildet eine erste Eldctrode 
Elektrolyt wird dk Gegenleitecbabn so angeddnet, daB ein fUr die Batteiie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b, Elektrolyt 
Tril dieser Oegenleiteibabn die Gegenelektrode fitr den U und Gegeoelektrode 9b besteht Em weiterer Berdcb 8c 
Elektrolyt bildet Auf diese Weise entfaUen gesonderte Bat- bildet femer eine Elektrode fUr das Di^lay 2, das insgesamt 
terieelektrodenscbichten, wie sie in den bekannten Batterie- SS aus Elektrode 8c, aktiver Schicht 12 und Gegenelektrode 9c 
konzepten voigeseben sbd. Das erfindungsgemaBe \%rfah- besteht. Gleichzeitig mit der Leiteibabnstruknir 8 wird 
ren bietet dadurch den ^^)rte^l, dafi fOr den Elektrolyten ein zweckmafiig die Antennenspule 4 realisiert. 
grdBerer Bauraum zur Verftigung steht, so daB die Norm- Auf der Leitezfoahnstruktur 8 werden die einzelnen elek- 
dicke fOr Chipkarten eingehalten werden kann. Desweiteien tronischen Bauelemente aufgebaut. Dabei wird der Chip 1 
kann die Batterie unmittelbar wghrend der Chipkartenferti- 60 beispielswdse in FUp-Chip-Technologie mit dem Bereich 
gung heigesteUt werden und braucht nicbt als separates Zu- 8a ckr Leiterbahnstruktur 8 elekttisch verbundeit 
lieferteil in die Karte integriert zu werden. Dadivcb entfSUt Auf den Bereich 8b der Leiterbahnstrukmr 8 wird sodann 
das Bonden der Elektroden an die Leiterbabnen, wodurch ein fester Elektrolyt 11 aufgebracht Das Elektrolytmaterial 
die Fertigung kostengunstiger wird. Zudem kann die Batte- kann bebpielsweise eine Elektrolytpaste oder eine Elektro- 
rie je nach Chipkarte individueU an die Chipkartengeome- 6S lytfoHe sein, wie sie aus dem eingangs wiedezgegebenen 
trie und die Leistungsanforderungen bei der Chipkartenfer- Stand der Technik bekannt sind. Als Paste wird der Elektro- 
tigung aogepaBt werden. \yt vorteilhafl aufgedruckt etwa im Siebdruckverfahren. 

FUr Chipkarten mit Displays etgibt sich ein besonderer oder ttber eine Maske aufgetragen. Die Verwendung einer 
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Paste hat den Vorteil, dafi die Fixierung des ElelctiolyteD ein- 
fachist 

Auf den Teilbereicb 8c der Leiteibahnstniktur 8 wild eioe 
aktive Scbicbt 12 fiir das Display 2 aufgebracht Bei dem da- 
flir verweodetea Material kann es sicb um FlOssigkristalle 5 
handeln, die ihren Zustand zwischen opak und transparent 
wcchsehj. beispielsweisc FLC. ChLCD oder PDLC. AUer- 
nativ kommen aktiv leucbtende Stoffe in Betracht, d. h. Mft> 
terialien, die bei Anlegen einer Spannung aktiv leuchten, 
beispielsweise L£Ds, HLDs oder OLEDs. Das Display 2 lO 
kann gleichzeitig die Funktion einer l^tatur bcsitzen. Auf- 
bau und Funktionsweise eines solcben Displays siod detail- 
lien in der deutscben Patentanmekiung Nr. 198 28 9792 be- 
scbrieben, auf die bieizu ausdrticklicb verwiesen wird. Der 
BexeicbScderLdterbahnstrukturSbildeteineElektrodefQr 15 
die aktive Schicht 12 des Displays 2. 

Vor Oder nach dem Aufbau der elektionischen Bauteile 
auf der IV^gerscbicbt 6 wird auf der IVagerscbicbt 6 eine 
Kaitenkdrperschicht 7 angeordnet, die Aussparungen ftlr die 
elektroniscben Bauteile besitzt Die Kartenk5ipeischicbt 7 ao 
wird auf der IVageischicht 6 auflaminiert Der Laimniervoi> 
gang kann gegebeneofalls zusanunen mit der Deckfolie 5 
erfolgen. 

Ober der Kartenkdq)erschicht 7 und den auf der IVSlger- 
scbicbt 6 aufgebauten elektroniscben Bauteilen wird die 25 
Deckschicbt 5 angeoidnet Auf der dem KarteninnerBa zu- 
gewandten Seite der DeckscMcht 5 wild dabei eine Gegen- 
leiterbabnstrukiur 9 angelegt. Zweckmafiig wild die Oegen- 
leiterbabnstruktur 9 gleichfalls duich Aufdrucken oder im 
Atzveifabren erzeugt und gliedert sicb in IHIbeieicbe 9b 30 
und 9c. Die Gliederung der Gegenleiterbahnstruktur 9 ist so 
ausg^ildet, dafi der Teilbereicb 9c eine Gegenelektrode zur 
Elektiode 8c des Displays 2 bildet, w9faread der Ibilbereicb 
9b imBereich derBatlerie3 angelegtist, so dafi er eine Ge- 
genelektrode zur Elektrode 8b der Batteiie 3 bildet. Die die 3S 
Elektroden des Disfdays 2 bildenden Tbile 8c und 9ic voa 
Ldtcrbaho- bzw. Gegenkilerfaahnstniktur mOssen daba 1^ 
diglich elektrisch leitfSbig sein. Die die Elektroden der Bat- 
terie 3 bUdenden Telle 8b und 9b mflssen darQberfainaus ge- 
genpolig seiiu so daS sic als Anode und Kathode eine 
ricbtung definieren. Es kann daher zweckmMfiig sein, zumin- 
dest eine Leit^ahnstruktur aus zwei unterschiedlichen Ma- 
terialiea zusammenzusetzen. Beispielsweise kann die Ge- 
genleiterbahnstruknir 9 im Teilbeieich 9b aus einem beson- 
deren Elektrodenmaierial heigestellt weiden» wShzend alle 4S 
andeien Teilbeieicfae8a. 8b, 8c und 9c derLeiterbabnsmik- 
turen 8 und 9 aus Inidiumzinnoxid (TPO) bestehen. 

Im Falle einer Chipkarte mit Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 daigestellt ist, soUten fenier Deckschicbt 5 und Ge- 
genelektrode 9c des Displays 2 transparent sein, damit die so 
aktive Schicht 12 von aufien erkennbar ist Als Material filr 
die Gegenldtetfoabnstruktur 9 bietet rich deshalb Imdium- 
zinnoxid (TFO) an, das tranqnient isL Abgesehen von dem 
Displaybereich ist die dem Kaiteninneien zugewandte Seite 
der transpaienten Deckschicbt 5 bedruckt, so dafi ein Blick ss 
auf die elektromschen Bauteile nicht gewabxt winL IHe 
Scbicbten 5, 6^ 7 weiden durch Anwendung von Dnick und 
Temperatur oder unter Verwendung eines Kleben ndteanan- 
der laroiniert Aufgrund der Ibmperaturempfindlicbkeit des 
Elektrolyts ist die Laminierung mitteb Kleber zu bevorzu- 60 
gen. Wicbtig ist eine voUstandige Abdichtung insbesondere 
des Batteriebereichs gegen Feucbtigkeit, da heute erhiltU- 
che Elektrolyten sehr feucbtigkeitsen^findlich sind. 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundliegenden Kon- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als Fertigteil, sondem 6S 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kaitenfertigung, tndem 
die ohnebin vortiaDdenen T ^tgrh ahnatii ikT^irffn die Elektn^ 
den fur die Batterie bilden - gestattet einer V^elzahl von Ab- 



wandlungen des vorstebend beschriebenen Hersteilungsver- 
^biens wie der damit berstellbaren Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der anband der Fig. 1 und 2 beschriebenen 
Chipkarte hinsicbtlicb der Bauelemente oder binsicbtlicb 
der Zabl der Scbicbten geandeit werden . Altemativ zur elek- 
tiischen Einbeziehung des Chips 1 nur aber eine trager- 
schicbtsdtige Leitexbahnstruktur kann eine den Chip 1 auf 
zwei Seiten kontaktierende ^^rbindung vorgesehen sein, bei 
der der Chip auch dutch die Gegenleiterbahnstiuktur kon- 
taktieitist. 

Patentansprtlche 

1. Verfahren zur Heistellung einer Chipkarte (10) mit 
integrieiter Stramquelle (3), lunf assend die Schritte: 

- Aufbringen einer ersten Leitetbahnstruktur (8) 
auf eine IV^erscbicbt (6) der Chipkarte (10), 

- Aufbringen eines Elektrolyts (11) Qber einem 
Ibilberdcb (jBb) der ersten Leiteibahnstniktur (8) 
und 

- Aufbringen einer zweiten Leiterbahnstruktur 
(9) mit einem Teilbereicb (9b) der zweiten Leiter- 
bahnstruktur (9) Ober dem EIekat)lyt (11), so dafi 
die Teilbeteiche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukturen 
(8 bzw. 9) in diiektem Kontakt mit dem Elektrolyt 
(U) stehen und gegenpolige Elektroden fUr den 
Elektrolyten (12) biklen. 

2. Verfahren nach AnspnKh 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi als Elektrolyt (11) eine Elektrolytpaste ver- 
wendetwird. 

3. Verfahren nach Anspnich 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Elektrolyt (11) im Siebdnickverfahren auf- 
gebracht wird. 

4. Verfahren nach Ansprucb 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Elektrolyt (11) unter Verwendung einer 
Maske aufgetragen wild 

5. ^feifahreo nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi als Elektrolyt (U) eine Elektrolytfolie verwen- 
detwinL 

6. Nfeifahien nach einem der Ans|«ttche 1 bis 5, da> 
dutch gekennzeichnet, daB die zweite Leiterbahnstruk- 
tur (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminier- 
technik aufgebracht wird, 

7. VBi&hrcn nach einem der Ansprttche 1 bis 6, da- 
durch gekennzdcbnet, dafi die eiste Leiterbahnstruktur 
(8) und die zwdte Leiterbahnstruktur 9) aufier den 
Heilbereichen (8b bzw. 9b), die ab Elektroden fOr den 
^detrolyt dienen, jewdls einen zwdten T^bereicfa 
(8c bzw. 9c) umfassen, die als Elektroden fOr ein Dis- 
play (2) undAxter eine Tastatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3), umfas- 
send eioe crste Leiterbahnstruktur (8) mit einem Tbil- 
berdch<8b) und one zweite Ldtetbahnstrukftir (9) mit 
einem Teilbereich (9b), wobd zwischen den Tbilberei- 
chen (8b und 9b) ein Elektndyt so angeradnet ist dafi 
rich (fie Teiibereicfae (8b, 9b) der Leiterbabnstniktuzen 
(8, 9) in diiektem Kontakt mit dem Elektrolyt (U) be- 
finden und gegenpolige Elektroden filr den Elektroly- 
ten (U) bilden. 

9. Chipkarte nach Anspiudi 8, dadurch gekennzdcb- 
net. dafi (fie Teilbeieicbe (8b, ^) dereisten und zwei- 
ten Leiteibahnstnikluren (8, 9) ObereinandK angeoid- 
netsind. 

10. Chipkarte nach Ansprucb 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzetchnet, dafi der Elektrolyt eine Paste oder FoUe 
ist 

11. Chipkarte nach einem der AnsprOche 8 bis 10, da- 
duich gekennzdchnet, dafi die Leiteibahnstruktuien (8, 
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9) aufier den Teilberdchen (8b, 9b), die als Elelctroden 
fiir den Qektrolyten (11) dienen, weitere IbUbereicfae 
(8c bzw. 9c) aufweisen, die ais Bektrodea fOr ein Dis- 
play (2) und/oder eioel^istatur dieoeo. 
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